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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS C 0806-3:2021 は

改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

JIS C 0806 規格群（自動実装部品の包装）は，次に示す部で構成する。 

JIS C 0806-1 第 1 部：アキシャルリード線端子部品の連続テープによる包装 

JIS C 0806-2 第 2 部：ラジアルリード線端子部品の連続テープによる包装 

JIS C 0806-3 第 3 部：表面実装用部品の連続テープによる包装 

JIS C 0806-6 第 6 部：表面実装部品用バルクケースによるパッケージング 

JIS C 0806-301 第 301 部：表面実装部品テーピングのカバーテープ引き剝がし時の静電気電位及び静

電気漏えい性能の測定方法 
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 C 0806-3：2024 
 (IEC 60286-3：2022) 

自動実装部品の包装－ 

第 3 部：表面実装用部品の連続テープによる包装 

Packaging of components for automatic handling- 

Part 3: Packaging of surface mount components on continuous tapes 

 
序文 

この規格は，2022 年に第 7 版として発行された IEC 60286-3 を基とし，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

1 適用範囲 

この規格は，電子回路に用いるリードなし形又はスタンプリード形の電子部品の自動実装に用いるため

のテーピングの要求事項について規定する。 

この規格の要求事項は，上記に示す電子部品の自動実装に用いるために意図された構成要素のテーピン

グに不可欠なそれらの寸法，並びにベアダイ及びフリップチップを含む個片化したダイ製品のパッケージ

ングも含んでいる。 

注記 1 スタンプリード形部品は，リードなし形部品に対するリード付き表面実装用部品の総称である。 

注記 2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

IEC 60286-3:2022，Packaging of components for automatic handling－Part 3: Packaging of surface 

mount components on continuous tapes（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こ

とを示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。この引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

IEC 60191-2，Mechanical standardization of semiconductor devices－Part 2: Dimensions 

  


